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Arbeitskreis Rework & Repair 

Ergebnisse

Reworkversuche



Folie 2Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

Teilnehmer:

Cassidian

H. Thomas Lauer

Zollner Elektronik AG

H. Groitl Christian (Rework)

H. Michael Zimmerer (Doku)

H. Stefan Penzenstadler (Rework)

Rohde und Schwarz

H. Cyrus (Rework QFN)

Arbeitsablauf
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Arbeitsablauf

- Für FCI und ERNI Stecker aktuell keine Düsen

Bauteil xx/ auf Board Seriennummer

1. X-Ray Status Poren/ Voiding Overview im Initialzustand

2.  Durchführung des Rework Zevac Onyx29 mit Profilen

3.  Baustein abnehmen (Foto nach Abnahme), Focus auf verlorene Pads

4.  Restlotentfernung (automatisch, manuell geübt, manuell ungeübt)

exemplarisches Video jedes Arbeitsganges 1x je Bauteil

5. Flussmittel applizieren – Bauteil auflöten- X-Ray Reworkzustand

Focus auf Voiding

Reinigen 
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Variationen

Zum Entlöten wird Flussmittel verwendet

 Thermischer Ausgleich

 Restlotdepot ist bei größeren Pitches nutzbar

- Plugging Varianten beachten

- Rückstellmuster zur Variationsbeurteilung zurückhalten
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Rework:

1. Baustein BGA 256 Daisy Chain Messung

2. 3x Rework mit neuen Baustein

3. später Reballing
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3x Rework

2x Rework

1x Rework

Zevac

Hand

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

3x Rework

2x Rework

1x Rework

Baugruppen Nr.Restlotabsaugung

Zevac

Hand

Geplante Reworkprozesse
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Ergebnisse

BGA256

ZAL R-PBGA-N176 

(mit Massefläche)

ZAL R-PBGA-N176 

(ohne Massefläche)

PZP-S-PQFP-G100

PZ-S-PQFP-G100

BGA Sockel

CONN_FCI_743

90

CONN_ERNI_1

14713

PN S-PQFP-

G80

RCE S-PQFP-

G64

TAC

BEAD PROBES
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Versuchsplan BGA256 

Test-

board

Ver-

fahren
X-Ray

Rework 1

(Absaugung)
DC

X-Ray

1

Rework 2

(Absaugung)
DC

X-Ray

2

Rework 3

(Absaugung)
DC

X-Ray

3

25

Z
e
v
a
c
 -

R
e
w

o
rk

ja (Zevac) ok ja (Zevac) ok ja (Zevac) ok

26 ja (Zevac) ok ja (Zevac) ok

27 ja (Zevac) ok

28 ja (Hand) ok ja (Hand) ok ja (Hand) ok

29 ja (Hand) ok ja (Hand) ok

30 ja (Hand) ok

31 ja (Zevac) ok ja (Zevac) ok ja (Zevac) ok

32 ja (Zevac) ok ja (Zevac) ok

33 ja (Zevac) ok

34 ja (Hand) ok ja (Hand) ok ja (Hand) ok

35 ja (Hand) ok ja (Hand) ok

36 ja (Hand) ok
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Versuchsplan Sockel

Test-

board
Ver-fahren X-Ray

Rework 1

(Absaugung)
Methode

X-Ray

1

25

Z
e
v
a
c
 -

R
e
w

o
rk

ja (Zevac) mit Flussmittel

26 ja (Zevac) mit Flussmittel

27 ja (Zevac) mit Dip-Paste

28 ja (Hand) mit Flussmittel

29 ja (Hand) mit Dip-Paste

30 ja (Hand) mit Dip-Paste



Folie 10Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

Versuchsplan ZAL R-PBGA-N176 (mit Massefläche) 

Test-

board

Ver-

fahren
X-Ray

Rework 1

(Absaugung)

X-Ray

1

Rework 2

(Absaugung)

X-Ray

2

Rework 3

(Absaugung)

X-Ray

3

25

Z
e
v
a
c
 -

R
e
w

o
rk

ja (Zevac) ja (Zevac) ja (Zevac)

26 ja (Zevac) ja (Zevac)

27 ja (Zevac)

28 ja (Hand) ja (Hand) ja (Hand)

29 ja (Hand) ja (Hand)

30 ja (Hand)

31 ja (Zevac) ja (Zevac) ja (Zevac)

32 ja (Zevac) ja (Zevac)

33 ja (Zevac)

34 abgelötet

35 abgelötet

36 abgelötet
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Versuchsplan ZAL R-PBGA-N176 (ohne Massefläche) 

Test-

board

Ver-

fahren
X-Ray

Rework 1

(Absaugung)

X-Ray

1

Rework 2

(Absaugung)

X-Ray

2

Rework 3

(Absaugung)

X-Ray

3

25

Z
e
v
a
c
 -

R
e
w

o
rk

ja (Zevac) ja (Zevac) ja (Zevac)

26 ja (Zevac) ja (Zevac)

27 ja (Zevac)

28 ja (Hand) ja (Hand) ja (Hand)

29 ja (Hand) ja (Hand)

30 ja (Hand)

31 ja (Zevac) ja (Zevac) ja (Zevac)

32 ja (Zevac) ja (Zevac)

33 ja (Zevac)

34 abgelötet

35 abgelötet

36 abgelötet



Folie 12Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

Versuchsplan PZP-S-PQFP-G100 

Test-

board

Ver-

fahren
X-Ray

Rework 1

(Absaugung)

X-Ray

1

Rework 2

(Absaugung)

X-Ray

2

Rework 3

(Absaugung)

X-Ray

3

25

H
a
n
d
  –

R
e
w

o
rk

ja (Hand) ja (Hand) ja (Hand)

26 ja (Hand) ja (Hand)

27 ja (Hand)

28 ja (Hand) ja (Hand) ja (Hand)

29 ja (Hand) ja (Hand)

30 ja (Hand)

31 ja (Hand) ja (Hand) ja (Hand)

32 ja (Hand) ja (Hand)

33 ja (Hand)

34 ja (Hand) ja (Hand) ja (Hand)

35 ja (Hand) ja (Hand)

36 ja (Hand)
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Versuchsplan PZ-S-PQFP-G100 

Test-

board

Ver-

fahren
X-Ray

Rework 1

(Absaugung)

X-Ray

1

Rework 2

(Absaugung)

X-Ray

2

Rework 3

(Absaugung)

X-Ray

3

25

H
a
n
d
  –

R
e
w

o
rk

ja (Hand) ja (Hand) ja (Hand)

26 ja (Hand) ja (Hand)

27 ja (Hand)

28 ja (Hand) ja (Hand) ja (Hand)

29 ja (Hand) ja (Hand)

30 ja (Hand)

31 ja (Hand) ja (Hand) ja (Hand)

32 ja (Hand) ja (Hand)

33 ja (Hand)

34 ja (Hand) ja (Hand) ja (Hand)

35 ja (Hand) ja (Hand)

36 ja (Hand)
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Versuchsplan CONN_FCI_74390

Test-

board

Ver-

fahren
X-Ray

Rework 1

(Absaugung)

X-Ray

1

Rework 2

(Absaugung)

X-Ray

2

Rework 3

(Absaugung)

X-Ray

3

25

Z
e
v
a
c
 –

R
e
w

o
rk

ja (Zevac) ja (Zevac) ja (Zevac)

26 ja (Zevac) ja (Zevac)

27 ja (Zevac)

28 ja (Hand) ja (Zevac) ja (Hand)

29 ja (Hand) ja (Zevac)

30 ja (Hand)

31 ja (Zevac) ja (Zevac) ja (Zevac)

32 ja (Zevac) ja (Zevac)

33 ja (Zevac)

34 ja (Hand) ja (Zevac) ja (Hand)

35 ja (Hand) ja (Zevac)

36 ja (Hand)
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Versuchsplan CONN_ERNI_114713

Test-

board

Ver-

fahren

Rework 1

(Absaugung)

X-Ray

1

Rework 2

(Absaugung)

X-Ray

2

Rework 3

(Absaugung)

X-Ray

3

25

Z
e
v
a
c
 –

R
e
w

o
rk

keine (Restlot) keine (Restlot) keine (Restlot)

26 keine (Restlot) keine (Restlot)

27 keine (Restlot)

28 keine (Restlot) keine (Restlot) keine (Restlot)

29 keine (Restlot) keine (Restlot)

30 keine (Restlot)

31 keine (Restlot) keine (Restlot) keine (Restlot)

32 keine (Restlot) keine (Restlot)

33 keine (Restlot)

34 keine (Restlot) keine (Restlot) keine (Restlot)

35 keine (Restlot) keine (Restlot)

36 keine (Restlot)
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Versuchsplan PN S-PQFP-G80

Test-

board

Ver-

fahren

Rework 1

(Absaugung)
Optisch

X-Ray

1

Rework 2

(Absaugung)

X-Ray

2

Rework 3

(Absaugung)

X-Ray

3

25 Z
e
v
a
c
 –

A
b
lö

te
n

ja (Zevac)

26 ja (Zevac)

27 ja (Zevac)

28 H
a
n
d
  –

R
e
w

o
rk

ja (Hand) ja (Hand) ja (Hand)

29 ja (Hand) ja (Hand)

30 ja (Hand)

31 Z
e
v
a
c
 –

A
b
lö

te
n

ja (Zevac)

32 ja (Zevac)

33 ja (Zevac)

34 H
a
n
d
  –

R
e
w

o
rk

ja (Hand) ja (Hand) ja (Hand)

35 ja (Hand) ja (Hand)

36 ja (Hand)
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Versuchsplan RCE S-PQFP-G64

Test-

board

Ver-

fahren
X-Ray

Rework 1

(Absaugung)
Optisch

X-Ray

1

Rework 2

(Absaugung)

X-Ray

2

Rework 3

(Absaugung)

X-Ray

3

25 Z
e
v
a
c
 –

A
b
lö

te
n

ja (Zevac)

26 ja (Zevac)

27 ja (Zevac)

28 H
a
n
d
  –

R
e
w

o
rk

ja (Hand) ja (Hand) ja (Hand)

29 ja (Hand) ja (Hand)

30 ja (Hand)

31 Z
e
v
a
c
 –

A
b
lö

te
n

ja (Zevac)

32 ja (Zevac)

33 ja (Zevac)

34 H
a
n
d
  –

R
e
w

o
rk

ja (Hand) ja (Hand) ja (Hand)

35 ja (Hand) ja (Hand)

36 ja (Hand)
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Versuchsplan TAC

Test-

board

Ver-

fahren

Leiterbahn-

breite

Rework-

zyklen

optische 

Inspektion

34

H
a
n
d
  –

R
e
w

o
rk

0,1 1

0,1 2

0,1 3

0,15 1

0,15 2

0,15 3

0,2 1

0,2 2

0,2 3

0,254 1

0,254 2

0,254 3

0,3 1

0,3 2

0,3 3
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Versuchsplan BEAD PROBES

Test-

board

Ver-

fahren

Leiterbahn-

breite

Temp. 

Belastungen

optische 

Inspektion

34

H
a
n
d
  –

R
e
w

o
rk

0,1 1

0,1 2

0,1 3

0,15 1

0,15 2

0,15 3

0,2 1

0,2 2

0,2 3

0,254 1

0,254 2

0,254 3

0,3 1

0,3 2

0,3 3
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Baugruppe 

R+R 25 / Z
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R+R 25 / Z – X-Ray vor Rework – BGA 256
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R+R 25 / Z – X-Ray vor Rework – BGA 256
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R+R 25 / Z – X-Ray nach Rework 1 – BGA 256
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R+R 25 / Z – X-Ray nach Rework 1 / Detail – BGA 256
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R+R 25 / Z – X-Ray nach Rework 2 – BGA 256
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R+R 25 / Z – X-Ray nach Rework 2 / Detail – BGA 256
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R+R 25 / Z – X-Ray nach Rework 3 – BGA 256
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R+R 25 / Z – X-Ray nach Rework 3 / Detail – BGA 256
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R+R 25 / Z – X-Ray vor Rework – ZAL R-PBGA-N176

mit 

Massefläche

ohne 

Massefläche
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R+R 25 / Z – X-Ray nach Rework 1 – ZAL R-PBGA-N176 

(mit Massefläche)
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R+R 25 / Z – X-Ray nach Rework 2 – ZAL R-PBGA-N176 

(mit Massefläche)



Folie 32Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 25 / Z – X-Ray nach Rework 3 – ZAL R-PBGA-N176 

(mit Massefläche)



Folie 33Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 25 / Z – X-Ray nach Rework 1 – ZAL R-PBGA-N176 

(ohne Massefläche)
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R+R 25 / Z – X-Ray nach Rework 2 – ZAL R-PBGA-N176 

(ohne Massefläche)
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R+R 25 / Z – X-Ray nach Rework 3 – ZAL R-PBGA-N176 

(ohne Massefläche)
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R+R 25 / Z – X-Ray vor Rework – PZP-S-PQFP-G100
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R+R 25 / Z – X-Ray nach Rework 1 – PZP-S-PQFP-G100
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R+R 25 / Z – X-Ray nach Rework 2 – PZP-S-PQFP-G100



Folie 39Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 25 / Z – X-Ray nach Rework 3 – PZP-S-PQFP-G100
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R+R 25 / Z – X-Ray vor Rework – PZ-S-PQFP-G100
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R+R 25 / Z – X-Ray nach Rework 1 – PZ-S-PQFP-G100
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R+R 25 / Z – X-Ray nach Rework 2 – PZ-S-PQFP-G100
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R+R 25 / Z – X-Ray nach Rework 3 – PZ-S-PQFP-G100
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Baugruppe 

R+R 26 / Z
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R+R 26 / Z – X-Ray vor Rework – BGA 256
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R+R 26 / Z – X-Ray vor Rework – BGA 256
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R+R 26 / Z – X-Ray nach Rework 1 – BGA 256
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R+R 26 / Z – X-Ray nach Rework 1 / Detail – BGA 256
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R+R 26 / Z – X-Ray nach Rework 2 – BGA 256
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R+R 26 / Z – X-Ray nach Rework 2 / Detail – BGA 256
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R+R 26 / Z – X-Ray vor Rework – ZAL R-PBGA-N176

mit 

Massefläche

ohne 

Massefläche
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R+R 26 / Z – X-Ray nach Rework 1 – ZAL R-PBGA-N176 

(mit Massefläche)
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R+R 26 / Z – X-Ray nach Rework 2 – ZAL R-PBGA-N176 

(mit Massefläche)
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R+R 26 / Z – X-Ray nach Rework 1 – ZAL R-PBGA-N176 

(ohne Massefläche)
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R+R 26 / Z – X-Ray nach Rework 2 – ZAL R-PBGA-N176 

(ohne Massefläche)
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R+R 26 / Z – X-Ray vor Rework – PZP-S-PQFP-G100
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R+R 26 / Z – X-Ray nach Rework 1 – PZP-S-PQFP-G100
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R+R 26 / Z – X-Ray nach Rework 2 – PZP-S-PQFP-G100
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R+R 26 / Z – X-Ray vor Rework – PZ-S-PQFP-G100
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R+R 26 / Z – X-Ray nach Rework 1 – PZ-S-PQFP-G100
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R+R 26 / Z – X-Ray nach Rework 2 – PZ-S-PQFP-G100
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Baugruppe 

R+R 27 / Z
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R+R 27 / Z – X-Ray vor Rework – BGA 256
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R+R 27 / Z – X-Ray vor Rework – BGA 256
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R+R 27 / Z – X-Ray nach Rework 1 – BGA 

256
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R+R 27 / Z – X-Ray nach Rework 1 / Detail – BGA 256
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R+R 27 / Z – X-Ray vor Rework – ZAL R-PBGA-N176

mit 

Massefläche

ohne 

Massefläche
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R+R 27 / Z – X-Ray nach Rework 1 – ZAL R-PBGA-N176 

(mit Massefläche)
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R+R 27 / Z – X-Ray nach Rework 1 – ZAL R-PBGA-N176 

(ohne Massefläche)
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R+R 27 / Z – X-Ray vor Rework – PZP-S-PQFP-G100
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R+R 27 / Z – X-Ray nach Rework 1 – PZP-S-PQFP-G100
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R+R 27 / Z – X-Ray vor Rework – PZ-S-PQFP-G100
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R+R 27 / Z – X-Ray nach Rework 1 – PZ-S-PQFP-G100
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Baugruppe 

R+R 28 / Z
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R+R 28 / Z – X-Ray vor Rework – BGA 256
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R+R 28 / Z – X-Ray vor Rework – BGA 256
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R+R 28 / Z – X-Ray nach Rework 1 – BGA 256
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R+R 28 / Z – X-Ray nach Rework 1 / Detail – BGA 256



Folie 79Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 28 / Z – X-Ray nach Rework 2 – BGA 256
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R+R 28 / Z – X-Ray nach Rework 2 / Detail – BGA 256



Folie 81Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 28 / Z – X-Ray nach Rework 3 – BGA 256



Folie 82Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 28 / Z – X-Ray nach Rework 3 / Detail – BGA 256



Folie 83Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 28 / Z – X-Ray vor Rework – ZAL R-PBGA-N176

mit 

Massefläche

ohne 

Massefläche



Folie 84Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 28 / Z – X-Ray nach Rework 1 – ZAL R-PBGA-N176 

(mit Massefläche)



Folie 85Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 28 / Z – X-Ray nach Rework 2 – ZAL R-PBGA-N176 

(mit Massefläche)



Folie 86Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 28 / Z – X-Ray nach Rework 3 – ZAL R-PBGA-N176 

(mit Massefläche)



Folie 87Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 28 / Z – X-Ray nach Rework 1 – ZAL R-PBGA-N176 

(ohne Massefläche)



Folie 88Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 28 / Z – X-Ray nach Rework 2 – ZAL R-PBGA-N176 

(ohne Massefläche)



Folie 89Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 28 / Z – X-Ray nach Rework 3 – ZAL R-PBGA-N176 

(ohne Massefläche)



Folie 90Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 28 / Z – X-Ray vor Rework – PZP-S-PQFP-G100



Folie 91Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 28 / Z – X-Ray nach Rework 1 – PZP-S-PQFP-G100



Folie 92Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 28 / Z – X-Ray nach Rework 2 – PZP-S-PQFP-G100



Folie 93Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 28 / Z – X-Ray nach Rework 3 – PZP-S-PQFP-G100



Folie 94Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 28 / Z – X-Ray vor Rework – PZ-S-PQFP-G100



Folie 95Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 28 / Z – X-Ray nach Rework 1 – PZ-S-PQFP-G100



Folie 96Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 28 / Z – X-Ray nach Rework 2 – PZ-S-PQFP-G100



Folie 97Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 28 / Z – X-Ray nach Rework 3 – PZ-S-PQFP-G100



Folie 98Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

Baugruppe 

R+R 29 / Z



Folie 99Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 29 / Z – X-Ray vor Rework – BGA 256



Folie 100Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 29 / Z – X-Ray vor Rework – BGA 256



Folie 101Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 29 / Z – X-Ray nach Rework 1 – BGA 

256



Folie 102Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 29 / Z – X-Ray nach Rework 1 / Detail – BGA 256



Folie 103Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 29 / Z – X-Ray nach Rework 2 – BGA 256



Folie 104Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 29 / Z – X-Ray nach Rework 2 / Detail – BGA 256



Folie 105Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 29 / Z – X-Ray vor Rework – ZAL R-PBGA-N176

mit 

Massefläche

ohne 

Massefläche



Folie 106Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 29 / Z – X-Ray nach Rework 1 – ZAL R-PBGA-N176 

(mit Massefläche)



Folie 107Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 29 / Z – X-Ray nach Rework 2 – ZAL R-PBGA-N176 

(mit Massefläche)



Folie 108Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 29 / Z – X-Ray nach Rework 1 – ZAL R-PBGA-N176 

(ohne Massefläche)



Folie 109Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 29 / Z – Padablöser bei Rework 2 – ZAL R-PBGA-

N176 (ohne Massefläche)



Folie 110Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 29 / Z – X-Ray nach Rework 2 – ZAL R-PBGA-N176 

(ohne Massefläche)



Folie 111Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 29 / Z – X-Ray vor Rework – PZP-S-PQFP-G100



Folie 112Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 29 / Z – X-Ray nach Rework 1 – PZP-S-PQFP-G100



Folie 113Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 29 / Z – X-Ray nach Rework 2 – PZP-S-PQFP-G100



Folie 114Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 29 / Z – X-Ray vor Rework – PZ-S-PQFP-G100



Folie 115Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 29 / Z – X-Ray nach Rework 1 – PZ-S-PQFP-G100



Folie 116Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 29 / Z – X-Ray nach Rework 2 – PZ-S-PQFP-G100



Folie 117Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

Baugruppe 

R+R 30 / Z



Folie 118Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 30 / Z – X-Ray vor Rework – BGA 256



Folie 119Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 30 / Z – X-Ray vor Rework – BGA 256



Folie 120Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 30 / Z – X-Ray nach Rework 1 – BGA 

256



Folie 121Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 30 / Z – X-Ray nach Rework 1 / Detail – BGA 256



Folie 122Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 30 / Z – X-Ray vor Rework – ZAL R-PBGA-N176

mit 

Massefläche

ohne 

Massefläche



Folie 123Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 30 / Z – X-Ray nach Rework 1 – ZAL R-PBGA-N176 

(mit Massefläche)



Folie 124Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 30 / Z – X-Ray nach Rework 1 – ZAL R-PBGA-N176 

(ohne Massefläche)



Folie 125Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 30 / Z – X-Ray vor Rework – PZP-S-PQFP-G100



Folie 126Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 30 / Z – X-Ray nach Rework 1 – PZP-S-PQFP-G100



Folie 127Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 30 / Z – X-Ray vor Rework – PZ-S-PQFP-G100



Folie 128Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 30 / Z – X-Ray nach Rework 1 – PZ-S-PQFP-G100



Folie 129Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

Baugruppe 

R+R 31 / Z



Folie 130Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 31 / Z – X-Ray vor Rework – BGA 256



Folie 131Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 31 / Z – X-Ray vor Rework – BGA 256



Folie 132Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 31 / Z – X-Ray nach Rework 1 – BGA 256



Folie 133Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 31 / Z – X-Ray nach Rework 1 / Detail – BGA 256



Folie 134Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 31 / Z – X-Ray nach Rework 2 – BGA 256



Folie 135Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 31 / Z – X-Ray nach Rework 2 / Detail – BGA 256



Folie 136Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 31 / Z – X-Ray nach Rework 3 – BGA 256



Folie 137Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 31 / Z – X-Ray nach Rework 3 / Detail – BGA 256



Folie 138Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 31 / Z – X-Ray vor Rework – ZAL R-PBGA-N176

mit 

Massefläche

ohne 

Massefläche



Folie 139Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 31 / Z – X-Ray nach Rework 1 – ZAL R-PBGA-N176 

(mit Massefläche)



Folie 140Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 31 / Z – X-Ray nach Rework 2 – ZAL R-PBGA-N176 

(mit Massefläche)



Folie 141Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 31 / Z – X-Ray nach Rework 3 – ZAL R-PBGA-N176 

(mit Massefläche)



Folie 142Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 31 / Z – X-Ray nach Rework 1 – ZAL R-PBGA-N176 

(ohne Massefläche)



Folie 143Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 31 / Z – X-Ray nach Rework 2 – ZAL R-PBGA-N176 

(ohne Massefläche)



Folie 144Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 31 / Z – X-Ray nach Rework 3 – ZAL R-PBGA-N176 

(ohne Massefläche)



Folie 145Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 31 / Z – X-Ray vor Rework – PZP-S-PQFP-G100



Folie 146Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 31 / Z – X-Ray nach Rework 1 – PZP-S-PQFP-G100



Folie 147Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 31 / Z – X-Ray nach Rework 2 – PZP-S-PQFP-G100



Folie 148Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 31 / Z – X-Ray nach Rework 3 – PZP-S-PQFP-G100



Folie 149Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 31 / Z – X-Ray vor Rework – PZ-S-PQFP-G100



Folie 150Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 31 / Z – X-Ray nach Rework 1 – PZ-S-PQFP-G100



Folie 151Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 31 / Z – X-Ray nach Rework 2 – PZ-S-PQFP-G100



Folie 152Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 31 / Z – X-Ray nach Rework 3 – PZ-S-PQFP-G100



Folie 153Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

Baugruppe 

R+R 32 / Z



Folie 154Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 32 / Z – X-Ray vor Rework – BGA 256



Folie 155Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 32 / Z – X-Ray vor Rework – BGA 256



Folie 156Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 32 / Z – X-Ray nach Rework 1 – BGA 256



Folie 157Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 32 / Z – X-Ray nach Rework 1 / Detail – BGA 256



Folie 158Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 32 / Z – X-Ray nach Rework 2 – BGA 256



Folie 159Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 32 / Z – X-Ray nach Rework 2 / Detail – BGA 256



Folie 160Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 32 / Z – X-Ray vor Rework – ZAL R-PBGA-N176

mit 

Massefläche

ohne 

Massefläche



Folie 161Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 32 / Z – X-Ray nach Rework 1 – ZAL R-PBGA-N176 

(mit Massefläche)



Folie 162Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 32 / Z – X-Ray nach Rework 2 – ZAL R-PBGA-N176 

(mit Massefläche)



Folie 163Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 32 / Z – X-Ray nach Rework 1 – ZAL R-PBGA-N176 

(ohne Massefläche)



Folie 164Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 32 / Z – X-Ray nach Rework 2 – ZAL R-PBGA-N176 

(ohne Massefläche)



Folie 165Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 32 / Z – X-Ray vor Rework – PZP-S-PQFP-G100



Folie 166Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 32 / Z – X-Ray nach Rework 1 – PZP-S-PQFP-G100



Folie 167Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 32 / Z – X-Ray nach Rework 2 – PZP-S-PQFP-G100



Folie 168Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 32 / Z – X-Ray vor Rework – PZ-S-PQFP-G100



Folie 169Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 32 / Z – X-Ray nach Rework 1 – PZ-S-PQFP-G100



Folie 170Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 32 / Z – X-Ray nach Rework 2 – PZ-S-PQFP-G100



Folie 171Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

Baugruppe 

R+R 33 / Z



Folie 172Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 33 / Z – X-Ray vor Rework – BGA 256



Folie 173Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 33 / Z – X-Ray vor Rework – BGA 256



Folie 174Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 33 / Z – X-Ray nach Rework 1 – BGA 

256



Folie 175Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 33 / Z – X-Ray nach Rework 1 / Detail – BGA 256



Folie 176Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 33 / Z – X-Ray vor Rework – ZAL R-PBGA-N176

mit 

Massefläche

ohne 

Massefläche



Folie 177Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 33 / Z – X-Ray nach Rework 1 – ZAL R-PBGA-N176 

(mit Massefläche)



Folie 178Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 33 / Z – X-Ray nach Rework 1 – ZAL R-PBGA-N176 

(ohne Massefläche)



Folie 179Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 33 / Z – X-Ray vor Rework – PZP-S-PQFP-G100



Folie 180Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 33 / Z – X-Ray nach Rework 1 – PZP-S-PQFP-G100



Folie 181Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 33 / Z – X-Ray vor Rework – PZ-S-PQFP-G100



Folie 182Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 33 / Z – X-Ray nach Rework 1 – PZ-S-PQFP-G100



Folie 183Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

Baugruppe 

R+R 34 / Z



Folie 184Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – X-Ray vor Rework – BGA 256



Folie 185Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – X-Ray vor Rework – BGA 256



Folie 186Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – X-Ray nach Rework 1 – BGA 

256



Folie 187Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – X-Ray nach Rework 1 / Detail – BGA 256



Folie 188Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – X-Ray nach Rework 2 – BGA 256



Folie 189Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – X-Ray nach Rework 2 / Detail – BGA 256



Folie 190Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – X-Ray nach Rework 3 – BGA 256



Folie 191Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – X-Ray nach Rework 3 / Detail – BGA 256



Folie 192Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – X-Ray vor Rework – ZAL R-PBGA-N176

mit 

Massefläche

ohne 

Massefläche



Folie 193Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – X-Ray vor Rework – PZP-S-PQFP-G100



Folie 194Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – X-Ray nach Rework 1 – PZP-S-PQFP-G100



Folie 195Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – X-Ray nach Rework 2 – PZP-S-PQFP-G100



Folie 196Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – X-Ray nach Rework 3 – PZP-S-PQFP-G100



Folie 197Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – X-Ray vor Rework – PZ-S-PQFP-G100



Folie 198Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – X-Ray nach Rework 1 – PZ-S-PQFP-G100



Folie 199Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – X-Ray nach Rework 2 – PZ-S-PQFP-G100



Folie 200Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – X-Ray nach Rework 3 – PZ-S-PQFP-G100



Folie 201Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

Baugruppe 

R+R 35 / Z



Folie 202Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 35 / Z – X-Ray vor Rework – BGA 256



Folie 203Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 35 / Z – X-Ray vor Rework – BGA 256



Folie 204Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 35 / Z – X-Ray nach Rework 1 – BGA 256



Folie 205Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 35 / Z – X-Ray nach Rework 1 / Detail – BGA 256



Folie 206Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 35 / Z – X-Ray nach Rework 2 – BGA 256



Folie 207Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 35 / Z – X-Ray nach Rework 2 / Detail – BGA 256



Folie 208Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 35 / Z – X-Ray vor Rework – ZAL R-PBGA-N176

mit 

Massefläche

ohne 

Massefläche



Folie 209Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 35 / Z – X-Ray vor Rework – PZP-S-PQFP-G100



Folie 210Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 35 / Z – X-Ray nach Rework 1 – PZP-S-PQFP-G100



Folie 211Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 35 / Z – X-Ray nach Rework 2 – PZP-S-PQFP-G100



Folie 212Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 35 / Z – X-Ray vor Rework – PZ-S-PQFP-G100



Folie 213Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 35 / Z – X-Ray nach Rework 1 – PZ-S-PQFP-G100



Folie 214Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 35 / Z – X-Ray nach Rework 2 – PZ-S-PQFP-G100



Folie 215Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

Baugruppe 

R+R 36 / Z



Folie 216Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 36 / Z – X-Ray vor Rework – BGA 256



Folie 217Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 36 / Z – X-Ray vor Rework – BGA 256



Folie 218Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 36 / Z – X-Ray nach Rework 1 – BGA 

256



Folie 219Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 36 / Z – X-Ray nach Rework 1 / Detail – BGA 256



Folie 220Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 36 / Z – X-Ray vor Rework – ZAL R-PBGA-N176

mit 

Massefläche

ohne 

Massefläche



Folie 221Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 36 / Z – X-Ray vor Rework – PZP-S-PQFP-G100



Folie 222Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 36 / Z – X-Ray nach Rework 1 – PZP-S-PQFP-G100



Folie 223Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 36 / Z – X-Ray vor Rework – PZ-S-PQFP-G100



Folie 224Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 36 / Z – X-Ray nach Rework 1 – PZ-S-PQFP-G100



Folie 225Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

BGA Sockel



Folie 226Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 25 / Z – X-Ray vor Rework – Sockel



Folie 227Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 25 / Z – X-Ray nach Rework 1  mit Flussmittel – Sockel



Folie 228Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 25 / Z – X-Ray nach Rework 1  mit Flussmittel – Sockel 

Detail



Folie 229Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 26 / Z – X-Ray vor Rework – Sockel



Folie 230Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 26 / Z – X-Ray nach Rework 1  mit Flussmittel – Sockel



Folie 231Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 26 / Z – X-Ray nach Rework 1  mit Flussmittel –

Sockel Detail



Folie 232Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 26 / Z – X-Ray nach Rework 1  mit Flussmittel –

Sockel Detail



Folie 233Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 27 / Z – X-Ray vor Rework – Sockel



Folie 234Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 27 / Z – X-Ray nach Rework 1  mit Dip-Paste – Sockel



Folie 235Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 27 / Z – X-Ray nach Rework 1  mit Dip-Paste –

Sockel Detail



Folie 236Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 28 / Z – X-Ray vor Rework – Sockel



Folie 237Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 28 / Z – X-Ray nach Rework 1  mit Flussmittel – Sockel



Folie 238Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 28 / Z – X-Ray nach Rework 1  mit Flussmittel – Sockel 

Detail



Folie 239Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 29 / Z – X-Ray vor Rework – Sockel



Folie 240Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 29 / Z – X-Ray nach Rework 1  mit Dip-Paste– Sockel



Folie 241Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 29 / Z – X-Ray nach Rework 1  mit Dip-Paste –

Sockel Detail



Folie 242Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 30 / Z – X-Ray vor Rework – Sockel



Folie 243Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 30 / Z – X-Ray nach Rework 1  mit Dip-Paste – Sockel



Folie 244Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 30 / Z – X-Ray nach Rework 1  mit Dip-Paste –

Sockel Detail



Folie 245Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

Stecker

CONN_ERNI_114713



Folie 246Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 25 / Z – X-Ray nach Rework 3 –

CONN_ERNI_114713



Folie 247Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 26 / Z – X-Ray nach Rework 2 –

CONN_ERNI_114713



Folie 248Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 27 / Z – X-Ray nach Rework 1 –

CONN_ERNI_114713



Folie 249Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 28 / Z – X-Ray nach Rework 3 –

CONN_ERNI_114713



Folie 250Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 29 / Z – X-Ray nach Rework 2 –

CONN_ERNI_114713



Folie 251Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 30 / Z – X-Ray nach Rework 1 –

CONN_ERNI_114713



Folie 252Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 31 / Z – X-Ray nach Rework 3 –

CONN_ERNI_114713



Folie 253Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 32 / Z – X-Ray nach Rework 2 –

CONN_ERNI_114713



Folie 254Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 33 / Z – X-Ray nach Rework 1 –

CONN_ERNI_114713



Folie 255Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – X-Ray nach Rework 3 –

CONN_ERNI_114713



Folie 256Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 35 / Z – X-Ray nach Rework 2 –

CONN_ERNI_114713



Folie 257Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 36 / Z – X-Ray nach Rework 1 –

CONN_ERNI_114713



Folie 258Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

Stecker

CONN_FCI_74390



Folie 259Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 25 / Z – X-Ray nach Rework 1 – CONN_FCI_74390



Folie 260Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 26 / Z – X-Ray nach Rework 1 – CONN_FCI_74390



Folie 261Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 27 / Z – X-Ray nach Rework 1 – CONN_FCI_74390



Folie 262Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 28 / Z – X-Ray nach Rework 1 – CONN_FCI_74390



Folie 263Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 29 / Z – X-Ray nach Rework 1 – CONN_FCI_74390



Folie 264Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 30 / Z – X-Ray nach Rework 1 – CONN_FCI_74390



Folie 265Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 31 / Z – X-Ray nach Rework 1 – CONN_FCI_74390



Folie 266Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 32 / Z – X-Ray nach Rework 1 – CONN_FCI_74390



Folie 267Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 33 / Z – X-Ray nach Rework 1 – CONN_FCI_74390



Folie 268Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – X-Ray nach Rework 1 – CONN_FCI_74390



Folie 269Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 35 / Z – X-Ray nach Rework 1 – CONN_FCI_74390



Folie 270Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 36 / Z – X-Ray nach Rework 1 – CONN_FCI_74390



Folie 271Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 25 / Z – X-Ray nach Rework 3 – CONN_FCI_74390



Folie 272Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 26 / Z – X-Ray nach Rework 2 – CONN_FCI_74390



Folie 273Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 28 / Z – X-Ray nach Rework 3 – CONN_FCI_74390



Folie 274Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 29 / Z – X-Ray nach Rework 2 – CONN_FCI_74390



Folie 275Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 31 / Z – X-Ray nach Rework 3 – CONN_FCI_74390



Folie 276Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 32 / Z – X-Ray nach Rework 2 – CONN_FCI_74390



Folie 277Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – X-Ray nach Rework 3 – CONN_FCI_74390



Folie 278Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 35 / Z – X-Ray nach Rework 2 – CONN_FCI_74390



Folie 279Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

S-PQFP-G80



Folie 280Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 25 / Z – Optisch nach Ablöten – S-PQFP-G80



Folie 281Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 26 / Z – Optisch nach Ablöten – S-PQFP-G80



Folie 282Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 27 / Z – Optisch nach Ablöten – S-PQFP-G80



Folie 283Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 28 / Z – X-Ray nach Rework 3 – S-PQFP-G80



Folie 284Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 29 / Z – X-Ray nach Rework 2 – S-PQFP-G80



Folie 285Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 30 / Z – X-Ray nach Rework 1 – S-PQFP-G80



Folie 286Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 31 / Z – Optisch nach Ablöten – S-PQFP-G80



Folie 287Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 32 / Z – Optisch nach Ablöten – S-PQFP-G80



Folie 288Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 33 / Z – Optisch nach Ablöten – S-PQFP-G80



Folie 289Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – X-Ray nach Rework 3 – S-PQFP-G80



Folie 290Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 35 / Z – X-Ray nach Rework 2 – S-PQFP-G80



Folie 291Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 36 / Z – X-Ray nach Rework 1 – S-PQFP-G80



Folie 292Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

S-PQFP-G64



Folie 293Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 25 / Z – X-Ray vor Rework – S-PQFP-G64



Folie 294Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 26 / Z – X-Ray vor Rework – S-PQFP-G64



Folie 295Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 27 / Z – X-Ray vor Rework – S-PQFP-G64



Folie 296Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 31 / Z – X-Ray vor Rework – S-PQFP-G64



Folie 297Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 32 / Z – X-Ray vor Rework – S-PQFP-G64



Folie 298Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 33 / Z – X-Ray vor Rework – S-PQFP-G64



Folie 299Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 25 / Z – Optisch nach Absaugen – S-PQFP-G64



Folie 300Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 26 / Z – Optisch nach Absaugen – S-PQFP-G64



Folie 301Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 27 / Z – Optisch nach Absaugen – S-PQFP-G64



Folie 302Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 31 / Z – Optisch nach Absaugen – S-PQFP-G64



Folie 303Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 32 / Z – Optisch nach Absaugen – S-PQFP-G64



Folie 304Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 33 / Z – Optisch nach Absaugen – S-PQFP-G64



Folie 305Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 28 / Z – X-Ray nach Rework 3 – S-PQFP-G64



Folie 306Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 29 / Z – X-Ray nach Rework 2 – S-PQFP-G64



Folie 307Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 30 / Z – X-Ray nach Rework 1 – S-PQFP-G64



Folie 308Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – X-Ray nach Rework 3 – S-PQFP-G64



Folie 309Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 35 / Z – X-Ray nach Rework 2 – S-PQFP-G64



Folie 310Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 36 / Z – X-Ray nach Rework 1 – S-PQFP-G64



Folie 311Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

TAC



Folie 312Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – Optisch nach Rework 1/2/3 – TAC 0,1

Rework 1

Rework 2

Rework 3



Folie 313Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – Optisch nach Rework 1/2/3 – TAC 0,15

Rework 1

Rework 2

Rework 3



Folie 314Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – Optisch nach Rework 1/2/3 – TAC 0,2

Rework 1

Rework 2

Rework 3



Folie 315Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – Optisch nach Rework 1/2/3 – TAC 0,254

Rework 1

Rework 2

Rework 3



Folie 316Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – Optisch nach Rework 1/2/3 – TAC 0,3

Rework 1

Rework 2

Rework 3



Folie 317Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

Bead Probes



Folie 318Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – Optisch nach Rework 1/2/3 – Bead Probes 0,1

Rework 1

Rework 2

Rework 3



Folie 319Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – Optisch nach Rework 1/2/3 – Bead Probes 0,15

Rework 1

Rework 2

Rework 3



Folie 320Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – Optisch nach Rework 1/2/3 – Bead Probes 0,2

Rework 1

Rework 2

Rework 3



Folie 321Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – Optisch nach Rework 1/2/3 – Bead Probes 0,25

Rework 1

Rework 2

Rework 3



Folie 322Frankfurt am Main, März 2017  –PCB and Electronic Systems – Rework elektronischer Baugruppen

R+R 34 / Z – Optisch nach Rework 1/2/3 – Bead Probes 0,3

Rework 1

Rework 2

Rework 3


